
老化测试解决方案



C系列H-Pin® 插座 
加速寿命测试(老化测试) 解决方案

C系列插座是一种带有翻盖式盖子的模块
化老化测试插座。该插座外形小巧，能够容
纳各类封装，封装体尺寸范围从0.5mm到
12mm不等，并且每块老化测试板上的插
座密度达到了最优。 

C 系列插座采用的是 H-Pin® ，在满足所有可靠性测试要
求的前提下，展现出了市场领先的电气性能。模块化设
计理念展现出了无与伦比的设计灵活性，而且可在不降
低产品性能或可靠性的条件下，提供完整的解决方案。

支持LCC、QFP、QFN、LGA、BGA和
WLCSP等多种封装类型
弹簧加载式探针头
散热器
HAST排气功能 
集成热控系统，包含加热器和传感器
反向基准平面
容许多种封装尺寸
耐高温材料，适用于200℃以上高温应
用场景

设计灵活性，内部制造的工具与模具，
使得测试成本更低
丰富的标准组件库，降低了成本并缩短
了交货期
≥0.35间距，能够满足各种应用需求
根据最终使用规格优化了热性能

优势

特征

该老化测试插座
融合了 H-Pin® ，
适用于下一代集
成电路封装的高

可靠性测试。



C系列插座规格

C系列插座尺寸

机械特性 电气特性
间距： ≥0.35mm
封装尺寸： 
LGA：0.5mm - 12mm
BGA：0.5mm - 9mm
引脚数量：
LGA： 625
BGA/QNF： 750
温度： -55℃至200+℃ 

接触电阻：35 mΩ
载流能力：高达4A

材料
触点： 铍铜/金镀层
弹簧： 不锈钢/金镀层
插座： 工程塑料

尺寸单位为毫米

弹簧加载式针头散热器、加热器和电阻温度检测器（RTD）




